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二、说明、目录、图表目录

  集成电路设计（Integrated circuit design, IC design），亦可称之为超大规模集成电路设计

（VLSI design），是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉

及对电子器件（例如晶体管、电阻器、电容器等）、器件间互连线模型的建立。所有的器件

和互连线都需安置在一块半导体衬底材料之上，这些组件通过半导体器件制造工艺（例如光

刻等）安置在单一的硅衬底上，从而形成电路。

        中企顾问网发布的《2024-2030年中国IC设计市场深度评估与未来前景预测报告》共十章

。首先介绍了中国IC设计行业市场发展环境、IC设计整体运行态势等，接着分析了中国IC设

计行业市场运行的现状，然后介绍了IC设计市场竞争格局。随后，报告对IC设计做了重点企

业经营状况分析，最后分析了中国IC设计行业发展趋势与投资预测。您若想对IC设计产业有

个系统的了解或者想投资中国IC设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。  

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。  
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